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(57)【要約】
　本発明は、ポートを有する流体操作デバイス（１１）
と、流体導管を有する基板（１２）と、ブロック浄化器
（１３）とを含む流体アセンブリに関する。ブロック浄
化器は、流路（１４）を１つしか含まず、この流路に浄
化要素（１５）が配置される。ブロック浄化器は、流体
操作デバイスと基板との間に位置付けられ、ブロック浄
化器の流路は、流体操作デバイスのポートおよび基板の
流体導管と流体的に連通状態にある。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流体アセンブリであって、
　ポートを有する流体操作デバイスと、
　流体導管を有する基板と、
　流路を１つのみ有し、前記流路に配置された浄化要素を有するブロック浄化器とを含み
、前記ブロック浄化器が、前記流体操作デバイスと前記基板との間に位置されて、前記ブ
ロック浄化器の前記流路が、前記流体操作デバイスの前記ポートと、前記基板の前記流体
導管と流体的に連通状態にある、流体アセンブリ。
【請求項２】
　前記流体操作デバイスと前記基板との間に位置されて、前記ブロック浄化器から離れた
位置にあるスペーサーをさらに含み、前記スペーサーが、前記流体操作デバイスの第２の
ポートおよび前記基板の第２の導管と流体的に連通状態にあり、前記ブロック浄化器の厚
みに対応する厚みを有する第２の流路を含む、請求項１に記載の流体アセンブリ。
【請求項３】
　前記流体操作デバイスが、前記基板に伸長する、前記ブロック浄化器から離れた位置に
ある脚部を含む基部を有し、前記脚部が、第２のポートと、前記第２のポートおよび前記
基板の第２の導管と流体的に連通状態にある第２の流路とを含む、請求項１に記載の流体
アセンブリ。
【請求項４】
　前記流体操作デバイスが切欠きを含み、前記ブロック浄化器が前記切欠きに配置される
、請求項１に記載の流体アセンブリ。
【請求項５】
　前記流体操作デバイスが前記ブロック浄化器の底部と同一平面上にある基部を含み、前
記切欠きが前記基部に配置される、請求項４に記載の流体アセンブリ。
【請求項６】
　前記基板が切欠きを含み、前記ブロック浄化器が前記切欠きに配置される、請求項１に
記載の流体アセンブリ。
【請求項７】
　前記ブロック浄化器が前記流路に空隙を含み、前記浄化要素が前記空隙に配置される、
請求項１に記載の流体アセンブリ。
【請求項８】
　前記ブロック浄化器が、ブロック部材と、取り付け具とをさらに含み、前記ブロック部
材がソケットを含むと共に、前記取り付け具が、前記空隙を含み、前記ブロック部材の前
記ソケットに配置される、請求項７に記載の流体アセンブリ。
【請求項９】
　前記取り付け具が前記取り付け具を形成するために取り付け可能な複数の部品を含む、
請求項８に記載の流体アセンブリ。
【請求項１０】
　前記部品が互いに直接取り付けられる、請求項９に記載の流体アセンブリ。
【請求項１１】
　前記部品が互いに溶接される、請求項１０に記載の流体アセンブリ。
【請求項１２】
　前記取り付け具が溝をさらに含み、前記溝内に前記浄化要素の縁部が嵌合する、請求項
８に記載の流体アセンブリ。
【請求項１３】
　前記取り付け具が前記取り付け具の外部の周りに伸長する溝を含む、請求項８に記載の
流体アセンブリ。
【請求項１４】
　前記取り付け具が締まり嵌めまたは摩擦嵌合によって前記ソケットに配置される、請求
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項８に記載の流体アセンブリ。
【請求項１５】
　前記ブロック浄化器が前記流体操作デバイスまたは前記基板にボルト締めされる、請求
項１に記載の流体アセンブリ。
【請求項１６】
　前記ブロック浄化器が前記流体操作デバイスまたは前記基板に溶接される、請求項１に
記載の流体アセンブリ。
【請求項１７】
　前記ブロック浄化器が締まり嵌めまたは摩擦嵌合によって前記流体操作デバイスと前記
基板との間に位置される、請求項１に記載の流体アセンブリ。
【請求項１８】
　前記流路が前記ブロック浄化器の対向する表面間で直線的な構成を有する、請求項１に
記載の流体アセンブリ。
【請求項１９】
　前記流路の周りに、前記流体アセンブリの外部から前記流路を封止するシールをさらに
含む、請求項１に記載の流体アセンブリ。
【請求項２０】
　少なくとも１つのシールが面シールである、請求項１９に記載の流体アセンブリ。
【請求項２１】
　前記流体操作デバイスが第２のポートを含み、前記基板が第２の流体導管を含み、前記
第２のポートおよび前記第２の導管が、前記ブロック浄化器から独立して流体的に連通状
態にある、請求項１に記載の流体アセンブリ。
【請求項２２】
　前記ブロック浄化器がブロック部材を含み、前記浄化要素が前記ブロック部材に溶接さ
れる、請求項１に記載の流体アセンブリ。
【請求項２３】
　前記浄化要素が金属浄化媒体を含む、請求項１に記載の流体アセンブリ。
【請求項２４】
　前記流体操作デバイスが、前記基板の前記流体導管と連通状態にあるポートを１つのみ
有する、請求項１に記載の流体アセンブリ。
【発明の詳細な説明】
【発明の分野】
【０００１】
　本発明は、流体アセンブリに関する。特に、本発明は、流体、例えば、半導体の製造に
使用されるガスを含むガスなどの流体を浄化するために使用される流体アセンブリに関す
る。固体、コロイド、ゲル、および液体粒子などの粒状物質と、均質または分子汚染物質
などの化学物質を除去するために、産業プロセスにおいて使用するガスが浄化されてもよ
い。半導体の製造においては、ガス中の粒状物質により製造中の半導体に傷が付く可能性
があるため、例えば、粒状物質を除去するために、ガスが浄化されてもよい。
【発明の概要】
【０００２】
　本発明により、高効率で高信頼性の流体アセンブリが提供される。本発明の１つの態様
によれば、流体アセンブリは、流体操作デバイスと、基板と、ブロック浄化器とを含んで
もよい。流体操作デバイスは、例えば、マスフローコントローラ、温度センサ、圧力セン
サ、または流体が流入および／または貫流する任意の他のデバイスを含む、流体とともに
使用する任意のタイプのデバイスであってもよい。流体操作デバイスは、少なくとも１つ
のポートを含んでもよい。基板は、１つ以上の流体導管を有し、１つ以上の流体操作デバ
イスを支持する任意の本体であってもよい。ブロック浄化器は、流体操作デバイスと基板
との間に位置してもよく、流体操作デバイスのポートと基板の流体導管との間を連通状態
にする唯一の流路を含んでもよい。ブロック浄化器は、流路に配置された透過性浄化要素



(4) JP 2010-501336 A 2010.1.21

10

20

30

40

50

をさらに含んでもよい。基板の流体導管と流体操作デバイスのポートとの間に流れる流体
が、ブロック浄化器の流路を通過し、浄化要素によって浄化される。
【０００３】
　本発明の流体アセンブリには、多くの利点がある。例えば、本発明の流体アセンブリに
は、シールがほとんどない。ブロック浄化器が、単一の流路しか含まなくてもよいため、
流路がブロック浄化器に出入りする場所にだけシールを設置することができ、高度に洩れ
耐性のある流体アセンブリが得られる。流路が１つしかない別の利点は、ブロック浄化器
のサイズが小型でコンパクトになることで、流体アセンブリのサイズが小さくなり、全体
として流体アセンブリの機械的完全性を維持しながら、ブロック浄化器の利用目的がより
幅広くなることである。
【０００４】
　いくつかの実施形態において、流体アセンブリが、流体操作デバイスと基板との間に位
置するスペーサーをさらに含んでもよく、このスペーサーは、ブロック浄化器から離れた
位置にある別個のものである。例えば、ブロック浄化器は、流体操作デバイスの第１のポ
ート、例えば、入口ポートと、基板の第１の流体導管と流体連通状態にあってもよい。流
体操作デバイスは、第２のポート、例えば、出口ポートを含んでもよく、基板は、第２の
流体導管を含んでもよい。スペーサーは、流体操作デバイスと基板との間に位置されても
よく、流体操作デバイスの第２のポートと、基板の第２の流体導管との間とを流体連通状
態にする流路を含んでもよい。好ましくは、スペーサーは、ブロック浄化器の厚みに対応
する厚みを有してもよい。
【０００５】
　他の実施形態において、流体操作デバイスが、脚部を有するものであってもよい。例え
ば、流体操作デバイスは、基部を含んでもよい。ブロック浄化器は、流体操作デバイスの
基部の１つの領域と基板との間に位置されてもよい。ブロック浄化器は、流体操作デバイ
スの第１のポート、例えば、入口ポートと、基板の第１の流体導管との間が流体連通状態
にあってもよい。流体操作デバイスは、第２のポート、例えば、出口ポートを含んでもよ
く、基板は、第２の流体導管を含んでもよい。基部の別の領域で、流体操作デバイスは、
基板に伸長する脚部を含んでもよい。脚部は、基板の第２の流体導管と直接的に流体連通
状態にあってもよい流体操作デバイスの第２のポートを含んでもよい。
【０００６】
　本発明の他の実施形態に関して、流体操作デバイスおよび／または基板は、切欠きを含
んでもよく、ブロック浄化器は、切欠きに配置されてもよい。切欠きは、ブロック浄化器
に空間を与えることで、基板上に流体操作デバイスを直接取り付けられるようになること
によって、空間要件が低減し、よりコンパクトな流体アセンブリを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】ブロック浄化器の断面図である。
【図２】スペーサーを含む流体アセンブリの断面図である。
【図３】脚部を含む基部を有する流体操作デバイスを含む流体アセンブリの断面図である
。
【図４】ブロック部材が流体操作デバイスの切欠きに配置された流体アセンブリの断面図
である。
【図５】流体アセンブリが基板の切欠きに配置された流体アセンブリの断面図である。
【好ましい実施形態の説明】
【０００８】
　本発明を具現化した流体アセンブリは、種々のやり方で構成されてもよい。図１および
図２に、流体アセンブリ１０の多くの例の１つが示されており、同図において、流体アセ
ンブリは、流体操作デバイス１１、基板１２、およびブロック浄化器１３を含む。図１お
よび図２に示す流体アセンブリ１０のブロック浄化器１３は、１つのみの流路１４と、流
路１４に配置された浄化要素１５とを含んでもよい。流路１４は、浄化要素１５を通りな
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がら、ブロック浄化器１３を通って伸長してもよく、流体操作デバイス１１の１つのみの
ポート１６と、基板１２の１つのみの流体導管１７と流体連通状態にあってもよい。
【０００９】
　ブロック浄化器は、円筒状、ディスク状、または直方体状などの不規則形状または規則
形状を含む任意の適切な形状のものであってもよく、多種多様な方法で構成されてもよい
。例えば、ブロック浄化器は、Ｐａｌｅｒｍｏらの米国特許第６，５１４，３２３号明細
書に開示されたものと同様の方法で構成されてもよい。代替的には、ブロック浄化器は、
発明者としてＢｒｉａｎ　Ｐａｌｅｒｍｏが名を連ねる、２００６年８月２５日に出願さ
れた“Ｐｕｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ａｓｓｅｍｂｌｉｅｓ，Ｐｕｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ　
Ｕｎｉｔｓ，ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｏｆ　Ａｓｓｅｍｂｌｉｎｇ　Ｐｕｒｉｆｉｃａ
ｔｉｏｎ　Ａｓｓｅｍｂｌｉｅｓ”という発明の名称の米国仮特許出願第６０／８４０，
０２４号明細書に開示されたものと同様の方法で構成されてもよい。米国特許第６，５１
４，３２３号明細書および米国仮特許出願第６０／８４０，０２４号明細書は共に、ブロ
ック浄化器の特徴をさらにサポートするために、本願明細書に参照により組み込まれる。
【００１０】
　ブロック浄化器１３は、１つ以上の取り付け面、例えば、対向する取り付け面１８、１
９を含んでもよい。流体操作デバイス１１と基板１２との間に、ブロック浄化器１３が据
え付けられると、取り付け面の一方１８が、流体操作デバイス１１の対応する取り付け面
と対面し接触してもよく、別の取り付け面１９が、基板１２の別の対応する取り付け面と
対面し接触してもよい。図１に示す実施形態において、ブロック浄化器１３は、ブロック
浄化器１３の両側にある２つの実質的に平坦な取り付け面１８、１９を含み、唯一の流路
１４は、各取り付け面１８、１９に開口する。ブロック浄化器１３は、例えば、ブロック
部材にあるボルト孔のボルト締め、溶接、または、締まり嵌めを含む任意の適切な方法で
、流体操作デバイス１１および／または基板１２に永続的または脱着可能に取り付けられ
てもよい。
【００１１】
　唯一の流路１４は、ブロック浄化器の取り付け面１８、１９間に伸長してもよく、例え
ば、流体操作デバイス１１の入口ポート１６と、基板１２の流体導管１７との間に流体連
通状態をもたらす。このため、流路１４は、流体操作デバイス１１と対面する取り付け面
１８と、基板１２と対面する取り付け面１９との間に伸長してもよい。一般に、流路は、
種々に構成されてもよい。流路は、例えば、直線形の構成またはＬ字状の構成などの任意
の適切な構成を有してもよく、円形の構成など、任意の断面構成を有してもよい。また、
流路は、ブロック浄化器の両側にある開口が同軸になる状態でブロック浄化器を直線的に
通過するものであってもよく、あるいは、代替的には、ブロック浄化器の両側にある開口
が同軸ではない状態にオフセットされてもよい。取り付け面の流路開口は、基板および流
体操作デバイスの開口に適合するように標準化されてもよい。
【００１２】
　ブロック浄化器は、唯一の流路を有するブロック部材と、流路にある浄化要素とを備え
てもよい。ブロック部材は、円筒状、ディスク状、または直方体状などの不規則形状また
は規則形状を含む任意の適切な形状のものであってもよく、種々に構成されてもよい。例
えば、ブロック部材は、単一の一体的または統合的なブロック部材を備えてもよく、また
はブロック部材を形成するために互いに取り付け可能な複数の部品を備えてもよい。ブロ
ック部材が、互いに取り付け可能な２つ以上の部品を備える場合、これらの部品は、互い
に永続的に固定されても、脱着可能に取り付けられてもよい。例えば、部品は、互いに対
して、溶接、ボルト締め、螺装、または締まり嵌めされてもよい。ブロック部材は、浄化
要素が配置される空隙を有してもよく、浄化要素が配置される空隙を通って、唯一の流路
が伸長する。
【００１３】
　代替的には、ブロック浄化器１３は、ブロック部材２１と、取り付け具２２とを備えて
もよい。ブロック部材２１は、ソケット２３を含んでもよく、取り付け具２２は、ブロッ
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ク部材２１のソケット２３に装着されてもよい。いくつかの実施形態において、ブロック
部材２１は、なんら流路を有さなくてもよい。取り付け具２２は、浄化要素１５が配置さ
れてもよい空隙２４を含んでもよく、ブロック浄化器１３の唯一の流路１４が、取り付け
具２２を通って伸長し、空隙２４を含んでもよい。取り付け具２２は、円筒状、ディスク
状、または直方体状の構成などの不規則構成または規則構成を含む任意の適切な構成のも
のであってもよい。取り付け具２２は、単一の一体的または統合的な取り付け具を備えて
もよく、または取り付け具２２を形成するために互いに取り付け可能な複数の部品２５、
２６を備えてもよい。図１に示す２つの部品２５、２６の構成は、同様のものであるが、
例えば、異なる形状および／または異なる寸法、例えば、異なる厚みなどの様々な構成を
有するものであってもよい。取り付け具が、互いに取り付け可能な２つ以上の部品を備え
る場合、これらの部品は、例えば、溶接、または脱着可能な取り付け、例えば、ボルト締
めによって、互いに永続的に固定されてもよい。例示した実施形態において、２つの部品
２５、２６は、溶接部２７によって永続的に取り付けられてもよい。
【００１４】
　図１に示す取り付け具２２は、互いに取り付け可能な２つの部品２５、２６を含み、浄
化要素１５を収容する空隙２４を画定する。唯一の流路１４は、空隙２４を含んでもよく
、取り付け面１８、１９に開口する流路１４の開口は、空隙２４よりも小さくてもよく、
例えば、小さな直径を有してもよい。空隙は、ブロック部材あるいは取り付け具のいずれ
の場合であっても、浄化要素の場合と同様の構成を含む、多種多様な任意の構成を有する
ものであってもよい。空隙２４は、取り付け具２２の２つの部品２５、２６の間の境界に
位置する流路１４に配置されてもよい。代替的には、空隙は、複数の部品の１つにのみ配
置されてもよい。例えば、部品の１つのほぼ全体を、穴を有した取り付け具で構成し、他
の部品を取り付け具の穴に差込み可能なプラグとしてもよい。空隙は、穴の底部とプラグ
の底面とで形成されてもよい。
【００１５】
　浄化要素は、種々の適切な構成のものを有してもよい。浄化要素は、例えば、円筒状、
円錐状、ディスク状、またはドーム状である多孔性本体であってもよい。浄化要素はまた
、大量の繊維または粒子床など、より不規則な構成を有してもよい。好ましくは、浄化要
素は、ブロック部材または取り付け具の空隙にある流路に配置されるため、流路を通過す
るガスの相当量、より好ましくは、すべてが、浄化要素を通過する。浄化要素は、溶接、
ろう付け、締め付け、圧着など、シールを形成するための任意の適切な方法で、ブロック
部材または取り付け具に接合されてもよい。例えば、取り付け具２２を形成するために、
複数の部品２５、２６が互いに直接取り付けられる場合、浄化要素１５は、部品２５、２
６のみを圧縮して適所に保持されてもよい。例示した実施形態において、浄化要素１５は
、例えば、空隙２４の周囲にある溝２８に浄化要素１５の縁部を圧縮することによって、
取り付け具２２の２つの部品２５、２６の間に締め付けられてもよい。
【００１６】
　浄化要素の構造および孔径は、例えば、浄化要素を流れる流体から除去される材料、最
大動作温度、および浄化要素を通る所望の流量特性を含むさまざまな要因に従って選択さ
れうる。半導体製造に使用されるガスを浄化するために浄化要素が使用される場合、浄化
要素は、ステンレス鋼、ニッケル、またはハステロイ金属などガス放出量の少ない、焼き
付け可能な、耐食性材料で形成されることが好ましい。代替的には、浄化要素を高分子膜
または繊維質材料などの高分子材料から、またはガラス繊維材料またはセラミック材料か
ら仕上げてもよい。また、米国特許第５，４９０，８６８号明細書および同第５，５４５
，２４２号明細書に、いくつかのタイプの浄化要素が詳細に記載されており、同特許の内
容全体は、本発明の上記および他の特徴をサポートするために、本願明細書に参照により
組み込まれる。浄化要素はまた、望ましくないガス成分等の化学物質を含む均質または分
子汚染物質を流体から除去するために、媒体、例えば、反応媒体を含んでもよい。Ｂｒｏ
ｗｎらの国際公開第０１６８２４１号パンフレットには、反応媒体の１つの例が開示され
ており、その内容全体は、本発明の上記および他の特徴をサポートするために、本願明細
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書に参照により組み込まれる。
【００１７】
　取り付け具２２は、任意の多数の方法で、ブロック部材２１のソケット２３に取り付け
られてもよい。取り付け具は、ブロック部材に永続的に固定されても、脱着可能に取り付
けられてもよい。例えば、取り付け具は、溶接、ボルト締め、螺装、圧入、スナップ嵌合
、または摩擦嵌合によってブロック部材に取り付けられてもよい。取り付け具２２は、例
えば、取り付け具２２の側面にある少なくとも１つの周囲係合表面を含んでもよく、この
表面は、ブロック部材２１のソケット１１の対応する係合表面と接触してもよい。図１に
示すように、取り付け具２２は、取り付け具の外部の周りに溝３１を含んでもよく、この
溝により、取り付け具２２の側面上に複数の係合表面３２、３３ができ、この表面は、ブ
ロック部材２１のソケット２３の１つ以上の係合表面と接触してもよい。取り付け具２２
の係合表面３２、３３は、取り付け面１８、１９の位置から始まり、溝３１に対して軸方
向に伸長するものであってもよい。係合表面３２、３３の軸長さは、取り付け具２２の全
軸長さの約５０％未満であってもよく、より好ましくは、３５％未満であってもよく、さ
らに好ましくは、２５％未満であってもよい。接触点での面積当たりの力は、係合表面の
表面積の低減に伴い増大する。このように、面積当たりの圧力および力が増大すると、エ
ネルギー点が高くなり、ブロック部材２１のソケット２３における取り付け具２２の締ま
り嵌めが良好な場合がある。さらに、溶接部２７は、ブロック部材２１と接触せずに溝３
１内に伸長することで、溶接部２７に行われることがある機械加工量が低減することもあ
る。
【００１８】
　ブロック浄化器２１は、例えば、ブロック浄化器１３の取り付け面と流体操作デバイス
１１の対応する取り付け面との間、またはブロック浄化器１３の取り付け面と基板１２の
対応する取り付け面との間の漏出防止のために、１つ以上のシール３４を含んでもよい。
Ｃリングシール、Ｏリングシール、Ｗシール、またはＺシールなどの面シールを含むシー
ルが、流体アセンブリの外部からの流路を封止するために、流路の周りに配置されてもよ
い。例えば、各取り付け面に位置する流路開口の周りに配置された溝または陥凹内、およ
び流体操作デバイスおよび基板の取り付け面に配置されてもよく、対応する溝または凹部
内に、面シールが置かれてもよい。ブロック浄化器が、流体操作デバイスおよび／または
基板に取り付けられる場合、シールにより、ブロック浄化器と流体操作デバイスとの間お
よびブロック浄化器と基板との間の漏出が防止される。
【００１９】
　ブロック部材および取り付け具を含むブロック浄化器は、ステンレス鋼などの金属材料
および高分子材料を含む任意の適切な材料から形成されてもよい。取り付け具の第１およ
び第２の部品などのブロック浄化器の異なる部品は、異なる材料で形成されてもよいが、
ブロック浄化器の部品は、同じ材料、ステンレス鋼などの金属から形成されることが好ま
しい。
【００２０】
　流体操作デバイスは、例えば、マスフローコントローラ、温度センサ、圧力センサ、ま
たは流体が流入および／または貫流する任意の他のデバイスを含む、流体とともに使用す
る任意のタイプのデバイスであってもよい。流体操作デバイスは、１つ以上のポート、例
えば、２つのポートを有してもよい。流体操作デバイスは、入口ポートのみを有してもよ
く、入口ポートおよび出口ポートを有してもよい。流体操作デバイスは、多種多様な方法
で構成されてもよい。例えば、流体操作デバイス１１は、ブロック浄化器１３の取り付け
面１８とほぼ同一平面上のものであってもよい基部３５をさらに含んでもよい。流体操作
デバイス１１はまた、ブロック浄化器１３の取り付け面１８と接触する取り付け面３６を
有してもよい。流体操作デバイス１１が基部３５を含む場合、流体操作デバイス１１の取
り付け面３６は、基部３５上にあってもよい。流体操作デバイス１１のポート１６が、基
部３５を通って伸長し、取り付け面３６に開口してもよい。
【００２１】
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　基板は、１つ以上の流体導管を有する任意の本体であってもよい。また、基板は、１つ
以上の流体操作デバイスを支持してもよい。基板は、例えば、規則構成または不規則構成
を含む任意のさまざまな構成を有してもよい。また、基板１２は、ブロック浄化器１３の
取り付け面１９と接触する取り付け面３７を有してもよい。取り付け面１９、３７の両方
は、ほぼ同一平面上のものであってもよい。流体導管１７が、基板１２を通って伸長し、
取り付け面３７に開口してもよい。
【００２２】
　図１に示す流体アセンブリ１０の実施形態において、ブロック浄化器１３は、１つのみ
の流路１４と、流路１４に配置された浄化要素１５とを含んでもよい。ブロック浄化器１
３の唯一の流路１４は、流体操作デバイス１１のポート１６、例えば、入口ポートまたは
出口ポート、および基板１２の流体導管１７に対して、整列され封止されてもよい。この
ように、流路１４は、流体操作デバイス１１のポート１６と、基板１２の流体導管１７と
の間で流体連通状態にあってもよく、浄化要素１５を通過しながら、ブロック浄化器１３
を通って伸長してもよい。ブロック浄化器１３は、任意の多数の方法で流体操作デバイス
１１および／または基板１２の間に挟まれてもよく、それらに永続的または脱着可能に接
続されてもよい。例えば、流体アセンブリの流体操作デバイス１１およびブロック浄化器
１３は、基板１２にボルト締めされてもよいが、例えば、溶接または締まり嵌めまたは摩
擦嵌合を含む任意の他の固定手段が用いられてもよい。ブロック浄化器は、流体操作デバ
イスおよび／または基板に脱着可能に接続される場合、流体アセンブリから容易に取り外
しが可能である。これにより、使用済みの浄化ユニットを有するブロック浄化器を容易に
取り替えることができる。また、これにより、あるブロック浄化器を、異なる媒体を備え
る浄化要素を含む別のブロック浄化器に置き換えることが可能であることで、多くの異な
る方法で流体を浄化するために、流体アセンブリを使用することができる。
【００２３】
　いくつかの実施形態において、流体アセンブリは、スペーサーをさらに含んでもよい。
例えば、図２は、別個のコンポーネントであり、互いに間隔を置いて設けられてもよいブ
ロック浄化器１３とスペーサー４０との両方を含む流体アセンブリの実施形態を示す。ブ
ロック浄化器１３は、図１に示すブロック浄化器１３に類似したものであってもよく、唯
一の流路１４と、ソケット２３を有するブロック部材２１と、空隙２４を有し、ソケット
２３に配置された取り付け具２２と、空隙２４および流路１４に配置された浄化要素１５
とを含んでもよい。ブロック浄化器は、流体操作デバイス１１と基板１２との間に位置さ
れてもよく、流路１４は、基板１２の流体導管１７と流体操作デバイス１１のポート１６
との間で流体連通状態であってもよい。
【００２４】
　スペーサーは、例えば、スペースブロックの形状をブロック浄化器の形状に類似したも
のにするやり方を含む種々のやり方で構成されてもよい。スペースブロックは、ブロック
浄化器の厚みに対応する厚みを有してもよく、流体操作デバイスと基板との間に、ブロッ
ク浄化器から離れて位置されてもよいことで、ブロック浄化器１３の取り付け面１８、１
９を、流体操作デバイス１１および基板１２の対応する取り付け面３６、３７に対して平
坦にすることができる。
【００２５】
　スペーサー４０は、少なくとも１つの流路４１を含んでもよいが、浄化要素を、例えば
、流路に含まない。流路４１は、スペーサー４０を通って伸長してもよく、スペーサー４
０上、例えば、スペーサー４０の両側にある取り付け面４２、４３で終端してもよい。ス
ペーサー４０は、例えば、ブロック浄化器１３の場合と同様の方法で、流体操作デバイス
１１と基板１２との間に挟まれ、それらに接続されてもよい。スペーサー４０上の取り付
け面４２、４３は、例えば、面シールによって、流体操作デバイス１１および基板１２上
の対応する取り付け面３６、３７に封止されてもよく、スペーサー４０の流路４１は、流
体操作デバイス１１にある第２のポート４６、例えば、出口ポートと、基板１２にある第
２の流体導管４７との間で流体的に連通していてもよい。次いで、ブロック浄化器１３の
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唯一の流路１４に沿って、基板１２の第１の流体導管１７から流体が流れてもよく、この
場合、流体は、浄化要素１５によって浄化されて、流体操作デバイス１１の入口ポート１
６内に流入する。次いで、流体は、浄化されることなく、流体操作デバイス１１を通って
、流体操作デバイス１１の出口ポート４６からスペーサー４０の流路４１に沿って、基板
１２の第２の流体導管４７内に流入してもよい。
【００２６】
　代替的には、２つの流体操作デバイスを結ぶ基板上に、スペーサーが取り付けられても
よい。例えば、スペーサーの流路は、基板と流体的に連通することなく、流体操作デバイ
スのポート間で直接連通してもよい。ブロック浄化器を介して、第１の流体操作デバイス
を通って第１の流体操作デバイス内に流入した後、流体は、浄化されずに、第１の流体操
作デバイスの出口ポートから、スペーサーにある流路を通って、基板へと通じていない第
２の流体操作デバイスの入口ポート内へ流入してもよい。
【００２７】
　別の形態として、スペーサーは、スペーサーにある任意の流路を有さなくてもよく、例
えば、スペーサーは、ソリッドであってもよい。このようなスペーサーは、ポートが１つ
しかなく、例えば、入口ポートしかない流体操作デバイスに特に有用であろう。
【００２８】
　他の実施形態において、流体アセンブリ１０は、ブロック浄化器１３と、基板１２と、
脚部５０を有する流体操作デバイス１１を含んでもよい。例えば、図３に示すように、ブ
ロック浄化器１３は、流体操作デバイス１１の基部３５の１つの領域で、流体操作デバイ
ス１１と基板１２との間に取り付けられてもよい。流体操作デバイス１１の基部３５の別
の領域が、基板１２に伸長する脚部５０を含んでもよい。脚部５０の高さは、ブロック浄
化器１３の厚みに対応してもよい。スペーサーが用いられる場合と同様に、流体操作デバ
イス１１の脚部５０により、ブロック浄化器１３の取り付け面１８、１９を、流体操作デ
バイス１１と基板１２の両方の取り付け面３６、３７に対して平坦にすることができる。
脚部は、任意のポートを含まなくてもよく、例えば、ソリッドであってもよい。しかしな
がら、例示した実施形態において、脚部５０は、基板１２にある第２の流体導管４７と連
通する流体操作デバイス１１の第２のポート４６、例えば、出口ポートを含んでもよい。
流体操作デバイス１１の基部３５の脚部領域は、例えば、ボルト、溶接、または締まり嵌
めによる任意の多数の方法で、基板１２に取り付けられてもよく、脚部５０の底部は、例
えば、面シールによって、基板１２上の対応する取り付け面４５に封止されてもよい取り
付け面５１を含んでもよい。次いで、ブロック浄化器１３の唯一の流路１４に沿って、基
板１２の第１の流体導管１７から流体が流れてもよく、この場合、流体は、浄化要素１５
によって浄化されて、流体操作デバイス１１の入口ポート１６内に流入する。次いで、流
体は、流体操作デバイス１１、脚部５０を通って、流体操作デバイス１１の出口ポート４
６から、基板１２の第２の流体導管４７内に直接流入してもよい。
【００２９】
　流体アセンブリの多くの実施形態は、少なくとも２つのポートを有する流体操作デバイ
スと、ブロック浄化器およびスペーサーまたは流体操作デバイスの脚部を介して流体連通
状態になる少なくとも２つの流体導管を有する基板とを含んでもよい。しかしながら、他
の実施形態において、流体操作デバイスのポートおよび基板の流体導管は、２つ以上のブ
ロック浄化器を介してすべて流体的に連通状態であってもよく、これらのブロック浄化器
には、各々に１つずつしか流路が貫通していない。例えば、図２に示すスペースブロック
４０または図３に示す脚部５０を取り除いてもよく、取り除いた構成部品の代わりに別の
ブロック浄化器に置き換えられてもよい。図１～図３に示すブロック浄化器１３と同一の
ものであってもよい第２のブロック浄化器には、流路が１つしかなくてもよい。流路は、
浄化要素を含んでもよく、流体操作デバイスの第２のポートと、基板の第２の流体導管と
の間に封止されてもよい。
【００３０】
　さらなる別の実施形態において、流体アセンブリ１０は、流体操作デバイスと、基板と
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浄化器とを含んでもよい。例えば、図４に示すように、流体操作デバイス１１は、基部３
５を含んでもよく、基部３５に、切欠き５２が配置されてもよい。図１～３のブロック浄
化器に類似したものであってもよいブロック浄化器１３は、切欠き５２に永続的または脱
着可能に位置されて、流体操作デバイス１１のポート１６と、基板１２の流体導管１７と
の間で流体的に連通状態にあってもよい。切欠き５２は、ブロック浄化器１３の厚みに対
応する深さを有してもよい。次いで、流体操作デバイス１１の基部３５は、ブロック浄化
器１３の底部と同一平面上にあることで、ブロック浄化器１３および流体操作デバイス１
１を、基板１２上に直接着座させることができる。これにより、スペーサーまたは脚部を
使用せずにすむことで、空間範囲が縮小し、よりコンパクトで簡潔な流体アセンブリが得
られうる。基部３５は、基板１２の第２の流体導管４７と直接的な流体連通状態にあり、
例えば、面シールによって基板１２に直接封止された第２のポート４６、例えば、出口ポ
ートを含んでもよい。代替的には、ベースは、ブロック浄化器と流体的に連通状態にある
ポートが１つしかなくてもよい。
【００３１】
　別の例として、基板は、切欠きを含んでもよく、ブロック浄化器は、基板の切欠きに配
置されてもよい。例えば、図５は、基板１２が切欠き５３を含み、ブロック浄化器１３が
切欠き５３に永続的または脱着可能に位置された流体アセンブリ１０を示す。次いで、図
１～４のブロック浄化器１３に類似したものであってよいブロック浄化器１３は、流体操
作デバイス１１のポート１６と、基板１２の流体導管１７との間で連通状態になる。この
場合も、切欠き５３は、ブロック浄化器１３の厚みに対応する深さを有してもよいことで
、流体操作デバイス１１を、ブロック浄化器１３および基板１２上に直接着座させること
ができる。また、これにより、スペーサーまたは脚部を使用せずにすむことで、空間要件
が低減し、よりコンパクトで簡潔な流体アセンブリが得られうる。
【００３２】
　本発明の流体アセンブリには、多くの利点がある。例えば、本発明の流体アセンブリに
は、シールがほとんどない。ブロック浄化器が、単一の流路しか含まないこともあるため
、流路がブロック浄化器に出入する場所にだけシールを位置させることで、非常に効率的
で高信頼性、かつ高度に漏れ耐性を有する流体アセンブリが得られる。さらに、単一の流
路しかないことによって、ブロック浄化器が小型でコンパクトになることで、流体アセン
ブリのサイズが小さくなり、全体として流体アセンブリの機械的完全性を維持しながら、
ブロック浄化器の利用目的を幅広くすることができる。
【００３３】
　本発明のさまざまな態様は、いくつかの実施形態を参照しながら例示および記載してき
たが、これらの実施形態の変形例およびまったく異なる実施形態が、本発明に包含されて
もよい。例えば、開示された任意の実施形態の特徴の１つ以上が、任意の他の実施形態の
１つ以上の特徴と置き換えられ、および／または、組み合わされてもよい。さらに、実施
形態が、開示されたそれぞれの実施形態の特徴のすべてより少ない特徴を含むものであっ
てもよい。したがって、本発明は、以下の特許請求の範囲によって規定されるように、本
発明の趣旨および範囲内に包含されたすべての修正例を含む。
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